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Servicios: VY s

O Depdsito de materiales y peliculas

delgadas.

Atague seco por plasma.
Procesamiento humedo.
Procesamiento térmico.

Fotolitografia.

Inspeccion y caracterizacion.

Corte de obleas. @ microtecnologias@cidesi.edu.mx

Ensamble y empaquetamiento de
@ +52 (442) 211 98 00 Ext. 5068

semiconductores (ATP).
- A\ https://cidesi.com
Caracterizacion eléctrica.

Av. Playa Pie de la Cuesta 702.

Desar,rollo San ,Pablo, S»,alr\tiago de Cuarto Limpio, 360 m?, operacién alineada
especiales. Querétaro Queretaro, México con ISO 9001 e ISO 14644

.LN unT

Laboratorio Nacional de Micro y
Nano Tecnologias

LPFE - Pruebas de principios fisicos
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OBLEA MULTI-PROYECTO

Vocacion:

Impulsar el disefio y desarrollo de productos
basados en Semiconductores a través de la
generacion y aplicacion de conocimiento de
vanguardia, en estricto apego a las normas y
Clenma yTecnologla CiD estandares de calidad aplicables al Sector.

Multiples disefios integrados por CIDESI
fabricado con un proceso CMOs.

aria de Clencia, Humanidades, Tecnologia e Inn.




MODELOS

OPERATIVOS
FABLESS FAB LITE
Disefio de Circuitos Estrategias hibridas de

Integrados

microfabricacion

IDM

Gestion integrada de
procesos de fabricacion

Soluciones para fabricantes
de equipos

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
ESPECIFICAS:

Diplomado en semiconductoresy
procesos de fabricacion.

Consultoria especializada en disenao de

microdispositivos.

Maduracioén de proyectos (TRL's).

Planificacion y diseno de productos
SREE
Disefio a nivel sistema (MBSE).

INVESTIGACION APLICADA:

Materiales y procesos alternativos en
microfabricacion.

=
X T

Modificacion fisicoquimica de superficie9

X

Arquitectura de microsistemas digitales y
analdgicos.

OSAT

Empaquetado y ensamble
orientado a producto final

Caodigo QR
Video
boratorio de
Semiconductores y

Microtecnologias

Oblea terminada

de semiconductor

L

Producto terminado

Verificacion y prueba
de circuito integrado

Laboratorio de

caracterizacion eléctrica

. \\5. _X—\"‘:'\_
Ensamble, prueba y empaquetago :% i é;

Caracterizacion a nivel

=V, ) _\

Encapsulado Alambrado

Area de ensamble en cuarto limpioy area de
manufactura




